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<g)Platina 

(g) Auf ©inar aua ©in©r Warm©l©Jtpiatte (16) und ©inor Leiter- 
platte (1) xusammangesatTten Piatine aind durch Oberfla- 
chenmontaga Bautaila (8) bafestigt. Di© Verbindung der 
WarmaSeltplatte (15) und d©r Lafterplatta (1) iat im Barefch 
d©r Bautaila (6) untarbrochan. ZuaStzlich waist die Lah©r- 
plan© (1) Schifete (11-14) auf, walcb© di© Bauteil© (6) 
rahmenartig umschlta&en. Di© Schlttz© (11*14) sind lediglich 
zur Wegfuhrung elnar Laiterbahn (7-10) untarbroch©n. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrif ft eine Platine, welche durch eine 
form- oder stoffschlussige Verbindung einer Warmeleit- 
platte mit einer Leiterplatte hergestellt ist und auf wel- 
cher Bauteile durch Oberflachenmontage befestigt sind. 

Leiterplatten werden haufig mit Warmeleitplatten zu 
einer Platine verbunden, urn eine gute Warmeableitung 
der darauf montierten Bauteile zu ermdglichen und um 
eine hohe mechanische Stabilitat derselben zu gewahr- 
leisten. Diese Verbindung bezeichnet man oftmals als 
heet-sink Technik. Die Warmeleitplatte besteht aus ei- 
nem die Warme gut leitenden Material, beispielsweise 
Aluminium, Kupfer oder speziellen Kunststoff. Auf die 
Leiterplatte werden die Bauteile zur Befestigung oder 
zur Kontaktierung mit auf der Leiterplatte angeordne- 
ten Leiterbahnen in der Regel aufgelotet Bauteile, die 
speziell fur eine Oberflachenmontage ausgebildet sind, 
werden in der Literatur als SMD-Bauteile bezeichnet 
Diese Bauteile konnen wie gewdhnliche elektronische 
Bauteile Kontaktbeinchen aufweisen oder iediglich 
Kontaktinseln, mit denen sie direkt mit der Leiterplatte 
verlotet werden. Beispielsweise verfugen Quarze oder 
Keramikkondensatoren haufig uber solche Kontaktin- 
seln, 

Bei einer derartigen Platine besteht das Problem, daB 
die warmeleitplatte und die Leiterplatte unterschiedli- 
che Warmeausdehnungskoeffizienten besitzen, so daB 
sie sich bei Temperaturwechseln unterschiedlich stark 
ausdehnen. Dadurch entstehen Scherkrafte in der Ver- 
bindung der Platten. Wegen der im Vergleich zur Lei- 
terplatte hoheren mechanischen Stabilitat der warme- 
leitplatte werden diese Scherkrafte auf die Bauteile bzw. 
die Lotverbindungen ubertragen. Nach einigen Tempe- 
raturwechseln fuhren diese Scherkrafte insbesondere 
bei Bauteilen mit Kontaktinseln zu einer Zerstdrung der 
Lotverbindungen. In der Praxis behilft man sich damit, 
an Bauteile mit Kontaktinseln erst Kontaktbeinchen an- 
zuloten und diese anschlieBend auf der Leiterplatte fest- 
zuldten. Dies fuhrt jedoch zu zusatzlichen Montage- 
schritten und erfordert meist eine zusatzliche mechani- 
sche Befestigung des Bauteils auf der Platine. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Lei- 
terplatte der eingangs genannten Art so zu gestalten, 
daB auf ihr Bauteile mit Kontaktinseln angeordnet wer- 
den konnen, ohne daB Gefahr einer Zerstdrung der Lot- 
verbindungen durch Temperaturwechsel besteht 

Dieses Problem wird erfindungsgemaB dadurch ge- 
ldst, daB die Verbindung der Leiterplatte mit der war- 
meleitplatte ausschlieBlich auBerhalb des Bereiches der 
Bauteile vorgesehen ist 

Diese Aussparung bewirkt, daB die Scherkrafte kei- 
nen Kraftangriffspunkt auf die Leiterplatte im Bereich 
der Bauteile mehr besitzen. Diese Scherkrafte werden 
deshalb auBerhalb der Aussparung der Verbindung auf 
die Leiterplatte ubertragen und pflanzen sich in ihr bis 
zum Bereich der Bauteile als Zugkrafte fort, wodurch 
sie deutlich abgeschwacht werden. Damit konnen die 
Scherkr&fte, die zur Zerstdrung der Lotverbindungen 
fuhren, nicht mehr direkt auf das Bauteil oder die Lot- 
verbindung ubertragen werden. Zwischen Leiterplatte 
und Bauteil entstehen nur geringe Scherkrafte, da beide 
ahnliche Warmeausdehnungskoeffizienten besitzen. 
Damit lassen sich Bauteile mit Kontaktinseln direkt auf 
der Leiterplatte festldten und benotigen zudem keine 
zusatzliche Sichemng gegen eine auftretende Schwing- 
belastung. 

Die Gefahr der Zerstdrung einer Lot verbindung 
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durch Temperaturwechsel IaBt sich gemaB einer vorteil- 
haften Weiterbildung der Erfindung weiter verringern, 
wenn die Leiterplatte im Bereich der Bauteile durch 
Schlitze unterbrochen ist Durch diese Ges taltung kon- 
5 nen sich die Zugkrafte innerhalb der Leiterplatte nicht 
mehr von den Bereichen, in denen die Leiterplatte mit 
der Warmeleitplatte verbunden ist, bis zu den Lotver- 
bindungen der Bauteile fortpflanzen. 
Die Gefahr einer Zerstdrung der Lotverbindungen 
io lafit sich noch weiter verringern, wenn gemaB einer an- 
deren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die 
Schlitze die Bauteile labyrinthartig umgeben und Iedig- 
lich zur Wegfuhrung einer Leiterbahn unterbrochen 
sind Durch eine geschickt versetzte Anordnung der 
is Schlitze werden die Zugkrafte in der Leiterplatte in Bie- 
gekrafte umgewandelt, wodurch selbst groBe Tempera- 
turwechsel ohne Gefahr fur die Funktionsfahigkeit der 
Lotverbindungen aufgenommen werden konnen. 

Dank der Erfindung lassen sich auch Scherkrafte zwi- 
20 schen direkt auf der Leiterplatte angeordneten Mikro- 
chips und ihren Leiterbahnen kompensieren, wenn eine 
auf der Leiterplatte angeordnete Ldtinsel der Bauteile 
von einem Schlitz rahmenartig umgeben ist 

Die Erfindung IaBt zahlreiche Ausfuhrungsformen zu. 
25 Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips sind 
drei davon in der Zeichnung dargestellt und werden 
nachf olgend beschrieben. Diese zeigt in 

Fig. 1 eine Ansicht von Schlitzen in einer einfachen 
Ausfuhrungsform der Erfindung, 
30 Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch die erfindungsge- 
maBe Platine aus Fig. 1 entlang der Linie I-L 

Fig. 3 eine Ansicht einer labyrinthartigen Anordnung 
der Schlitze, 

Fig. 4 eine Ausfuhrungsform mit Ldtinseln u-fdrmig 
35 umschlieBenden Schlitzen. 

Die Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer Leiterplatte 1 
mit vier Ldtinseln 2—5, auf der ein strichpunktiert dar- 
gestelltes Bauteil 6 aufgelotet ist An diesen Ldtinseln 
2—5 ist jeweils eine Leiterbahn 7—10 angeschlossen. 
40 Die Leiterplatte 1 hat um jede Ldtinsel 2—5 einen win- 
kelfdrmigen Schlitz 11 — 14, welcher verhindert, daB 
Spannungen von dem auBeren Bereich der Leiterplatte 
1 auf die Ldtinseln 2—5 ubertragen werden. 

Die Fig. 2 zeigt in einem Schnitt entlang der Linie I-I 
45 aus Fig. 1, daB die Leiterplatte 1 mit einer Warmeleit- 
platte 15 verbunden ist Die Verbindung ist durch eine 
Klebstoffschicht 16 zwischen Leiterplatte 1 und War- 
meleitplatte 15 hergestellt Die Warmeleitplatte 15 ist 
nicht durch Schlitze unterbrochen und fuhrt die am Bau- 
50 teil 6 entstehende Warme ab. Im Bereich des Bauteils 6 
befindet sich keine Klebstoffschicht 16, so daB an dieser 
Stelle keine Spannungen von der Warmeleitplatte 15 
auf die Leiterplatte 1 ubertragen werden konnen. 

In Fig. 3 sind die die Ldtinseln 2—5 umgebenden 
55 Schlitze 11 — 14 zusatzlich von labyrinthartigen Schlit- 
zen 17, 18 in der Leiterplatte 1 eingerahmt In der Lei- 
terplatte 1 entstehen dadurch Stege 19, 20, uber welche 
die Leiterbahnen 7—10 abgefuhrt werden. Weiterhin 
wird durch diese Stege 19, 20 das Bauteil 6 gehalten. 
eo Ein direkt auf der Oberflache der Leiterplatte 1 mon- 
tierter Mikrochip 21 ist in Fig. 4 dargestellt Dieser Mi- 
krochip 21 ist mit Drahten 22 mit auf der Leiterplatte 1 
angeordneten Ldtinseln 23 verbunden. Jede einzelne 
Ldtinsel 23 ist mit einem rahmenartigen Schlitz 24, der 
65 zur Wegfuhrung einer Leiterbahn 25 unterbrochen ist, 
umgeben. Zusatzlich hat die Leiterplatte 1 weitere 
Schlitze 26, 27, die den Mikrochip 21 einrahmen. 
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Patentanspriiche 

1. Platine, welche durch erne form- oder stoffschlus- 
sige Verbindung einer Warmeleitplatte mit einer 
Leiterplatte stellt ist und auf welcher Bauteile 5 
durch Oberflachenmontage befestigt sind, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Verbindung der Leiter- 
platte (1) mit der Warmeleitplatte (15) ausschlieB- 
lich auBerhalb des Bereiches der Bauteile (6, Mikro- 
chip 21) vorgesehen ist 10 
2 Platine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daS Leiterplatte (1) im Bereich der Bauteile (6, 
Mikrochip 21) durch Schiitze (11 - 14, 17, 18, 26, 27) 
unterbrochen ist. 

3. Platine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 15 
zeichdaQ die Schiitze (17, 18) die Bauteile (6, Mikro- 
chip 21) labyrinthartig umgeben und lediglich zur 
Wegf iihrung Leiterbahn (7 - 10) unterbrochen sind 

4. Platine nach zumindest einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine 20 
auf der Leiterplatte (1) angeordnete Lotinsel (23) 
der Bauteile (6, Mikrochip 21) von einem Schlitz 
(24)rahmenartig umgeben ist. 
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